
证券代码：301389                                         证券简称：隆扬电子 

 

隆扬电子(昆山)股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2025 -004 

 

投资者关系活动类别 

 

特定对象调研 ☐分析师会议 

 

☐媒体采访 业绩说明会 

 

☐新闻发布会 ☐路演活动 

 

☐现场参观 

 

☐其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及人员姓名 

盈科证券、东方财富证券、航海资本、韬伯资本、中财融商资本及

线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 

时间 2025年03月26日 10:00-11:00、15:00-16:00 

地点 公司会议室及价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 

上市公司接待人员姓名 

董事长 傅青炫 

董事会秘书 金卫勤 

财务总监 王彩霞 

独立董事 刘铁华 

保荐代表人 徐振宇 

 

 

 

投资者关系活动主要内容

介绍 

    1.麻烦您介绍一下贵司准备收购的德佑新材料公司的特殊材料

和产品的大体用途，大致的用户，贵司能用大价钱收购，一定有特

别的地方，谢谢 

    答:德佑新材是一家从事功能性涂层复合材料的研发、生产和

销售的高新技术企业，产品主要应用于消费电子制造领域，以实现

智能手机、笔记本电脑、平板电脑、台式电脑、智能穿戴设备、智

能电视等产品各电子元器件或功能模块之间固定、保护、缓冲、电

磁屏蔽、导电、绝缘、导热、散热等功能，专注于为客户提供多

样、可靠、稳定的胶粘产品和解决方案。详情请参考2025年2月21



日巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署《股份收购意

向协议》的提示性公告》。谢谢。 

    2.请问贵司的hvlp5+铜箔是现世界性能唯一能达到hvlp5+而且

能量产的材料吗？3月24日是不是世界首次发布呢？ 

    答:公司的HVLP5+铜箔于2024年10月在中国台湾TPCA展会发

布；目前该产品与客户验证测试中，尚未形成收入，且对公司未来

业绩的影响存在不确定性;公司能否实现技术突破和完成技术成果

的产业化及商业化亦存在不确定性；提示投资者注意公司股票二级

市场交易风险，审慎决策，理性投资。谢谢您的关注。 

    3.董秘您好！贵司在材料表面处理和微纳级别材料上的优势，

又手握大量现金，为何不收购先进一些的材料公司呢（比如电子皮

肤，机器人表面材料），为何花重金收购做胶带企业，这个企业前

景如何呢 

    答:尊敬的投资者  您好，收购德佑新材是基于公司产业链延

伸，及实际经营发展需要。收购德佑新材可以补足公司在减震、保

护方面的自研材料体系；拓展公司新材料在3C消费电子、汽车电子

等领域的发展布局。若收购德佑交易顺利完成，公司将与德佑新材

共同开发更多新材料，进一步扩充公司产品品类，并且完成更多材

料的进口替代，未来在3C消费电子、汽车电子等领域加强扩大公司

业务范围，从而实现公司总体业务规模及盈利水平将得到进一步提

升。谢谢您的关注。 

    4.尊敬的董事长您好！您是材料类的专家请问m8规格的CCL必

须要用HVLP5级别铜箔？谢谢 

    答:尊敬的投资者您好，公司的HVLP5铜箔在与客户验证测试

中 ，具体使用场景或终端产品由下游客户根据自身需求确定。目

前HVLP5铜箔尚未形成收入，且对公司未来业绩的影响存在不确定

性;公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化亦存

在不确定性；提示广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审

慎决策，理性投资。感谢您对公司的关注！ 

    5.公司hvlp5+产品计划什么时候量产 能否透露更多点信息 

    答:尊敬的投资人，公司的HVLP5+铜箔在与客户验证测试中，

尚未形成收入，且对公司未来业绩的影响存在不确定性;公司能否

实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化亦存在不确定性；

提示广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审慎决策，理性

投资。谢谢 



    6.请问电子铜箔的认证进度 

    答:尊敬的投资者，您好！ 公司电子铜箔在与客户验证测试

中，感谢您对公司的关注！ 

    7.请问收购德佑的进度 

    答:尊敬的投资者您好，公司已聘请中介机构积极开展对标的

公司的尽职调查以及审计、评估等工作，交易相关方尚未签署正式

交易文件。具体详情可参见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网披

露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-

026），感谢您对公司的关注！ 

    8.请问hvlp 5验证进度如何 

    答:尊敬的投资者，公司的HVLP5铜箔在与客户验证测试中，尚

未形成收入，且对公司未来业绩的影响存在不确定性;公司能否实

现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化亦存在不确定性；提

示广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审慎决策，理性投

资。谢谢 

    9.请问hvlp5是否已经量产 年产值多少？供应给哪些客户？ 

    答:尊敬的投资者，您好！公司的HVLP5铜箔在与客户验证测试

中，尚未形成收入，且对公司未来业绩的影响存在不确定性;公司

能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化亦存在不确定

性；提示广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审慎决策，

理性投资。谢谢 

    10.有没有打入台光电跟台耀或者斗山的认证? 

    答:尊敬的投资者您好，公司目前主要面向直接下游客户CCL

厂，产品与客户测试验证中，出于商业政策的限制，未经客户许

可，公司不便讨论具体的客户。感谢您的关注！ 

    11.好像没有听到声音 这个只有文字交流吗? 

    答:尊敬的投资者，本次交流以文字形式进行，感谢您的关

注。 

    12.因为德佑新材在网络上的资讯很少，请问德佑新材能类比

那家上市公司，或者他的竞争对手有那些，谢谢您 

    答:尊敬的投资者，您好，德佑新材是非上市公司，是一家从

事功能性涂层复合材料的研发、生产和销售的高新技术企业，产品

主要应用于消费电子制造领域，以实现智能手机、笔记本电脑、平

板电脑、台式电脑、智能穿戴设备、智能电视等产品各电子元器件

或功能模块之间固定、保护、缓冲、电磁屏蔽、导电、绝缘、导



热、散热等功能，专注于为客户提供多样、可靠、稳定的胶粘产品

和解决方案。关于筹划重大资产重组后续的相关进展，公司会按照

法律法规按时披露相应的进展公告。感谢您对公司的关注！ 

    13.Hvlp5+ 技术是否领先日本龙头，该产业的供需情况目前是

否的需求大于供给？ 该产品是否符合国内pcb厂商进口替代的产品

之一，今年会有效益显现吗？ 

    答:尊敬的投资者，您好！HVLP5铜箔在与客户验证测试中，尚

未形成收入；目前市场未全面导入，此产品业绩视验证情况，及客

户需求；此产品对公司未来业绩的影响存在不确定性;  如果未来

有这方面业务进展达到信息披露标准的，公司将会根据相关法律法

规的规定履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！ 

    14.请问hvlp5是否已经形成收入 预计占公司多少份额 谢谢 

    答:尊敬的投资者您好，目前公司的HVLP铜箔相关产品尚处于

送样验证阶段，尚未形成收入，且对公司未来业绩的影响存在不确

定性;公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化亦

存在不确定性；郑重提示广大投资者注意公司股票二级市场交易风

险，审慎决策，理性投资。感谢您对公司的关注！ 

    15.2024年10月在中国台湾TPCA展会发布的一系列高端材料，

现在是否已经量产是否已经验证完毕了 

    答:尊敬的投资者，您好！ 公司于2024年10月在中国台湾TPCA

展会发布的材料，目前正在与客户验证测试中，尚未形成收入，且

对公司未来业绩的影响存在不确定性;公司能否实现技术突破和完

成技术成果的产业化及商业化亦存在不确定性；提示注意公司股票

二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。谢谢 

    16.公司收购德诺是目的是什么 

    答:尊敬的投资者您好，公司本次并购是基于公司的实际经营

发展需要，德佑新材可以补足公司在减震、保护方面的自研材料体

系；拓展公司新材料在3C消费电子、汽车电子等领域的发展布局。

感谢您的关注！ 

    17.请问hvlp 5铜箔 台光电台耀斗山有认证通过开始出货吗？ 

    答:尊敬的投资者，您好，公司HVLP5 铜箔在与客户验证测试

中，尚未形成收入；受商业政策限制，我们的不便讨论具体客户公

司，敬请见谅，谢谢您的关注。 

    18.请问贵司一季度的订单是否饱满，消费电子行业是否已经

复苏，贵司进入新能源汽车行业的进度如何 



    答:尊敬的投资者，您好，公司产品目前主要应用于3C消费电

子行业的笔电、平板电脑等领域，及新能源汽车行业汽车电子领

域，第一季度相关业绩情况，请后续关注公司的定期报告。谢谢！ 

    19.请问今年上半年业绩展望 

    答:尊敬的投资者，您好，公司半年度业绩情况，请后续关注

公司的定期报告。谢谢！ 

    20.2024年10月在中国台湾TPCA展会发布的一系列高端材料，

这些材料的技术来源是什么？比如超薄可剥离铜 

    答:尊敬的投资者  您好，公司 掌握并深耕的卷绕式真空磁控

溅射及复合镀膜技术为核心，研发铜箔类材料产品，逐步丰富和拓

展公司铜箔产品种类，主要包括锂电铜箔及电子电路铜箔，未来可

广泛应用于锂电池行业、线路板（PCB）、覆铜板行业。目前产品

与客户验证测试中，尚未形成收入，且对公司未来业绩的影响存在

不确定性;公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业

化亦存在不确定性；提示广大投资者注意公司股票二级市场交易风

险，审慎决策，理性投资。谢谢您的关注。 

    21.有没有新的客户或者业务新发展? 

    答:尊敬的投资者  您好，公司产品目前主要应用于3C消费电

子行业笔电、平板领域，及新能源汽车行业汽车电子领域，关于客

户是立讯、广达等知名代工厂， 谢谢您的关注。 

    22.请问公司是否有回购股份的计划 

    答:尊敬的投资者您好，截至2025年2月11日，公司回购股份方

案已实施完毕。详情可见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露

的《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编

号：2025-004 ），谢谢您的关注。 

关于本次活动是否涉及应 

披露重大信息的说明 
本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 

附件清单（如有） 无 

日期 2025年03月26日 
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